Title (en)
Semiconductor circuit assembly

Title (de)
Halbleiterschaltungsanordnung

Title (fr)
Agencement de commutation semi-conducteur

Publication
EP 2343780 A1 20110713 (DE)

Application
EP 10192530 A 20101125

Priority
DE 102010000834 A 20100112

Abstract (en)
The assembly has a connecting device (1) provided with a contact section (2) and formed from a composite film. A connection element (3) is
provided with a contact section (4). A housing includes a counter bearing (5) for supporting the contact sections. The contact sections and/or the
counter bearing include respective contact areas (A, C, E, F), where the contact areas are different from each other. One of the superimposed
arranged contact sections deforms when exercising clamping force, where the section is adapted to shape of the other contact section during an
electrical contact.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Halbleiterschaltungsanordnung, umfassend eine aus einem Folienverbund gebildete Verbindungseinrichtung (1) mit
einem ersten Kontaktabschnitt (2), ein Anschlusselement (3) mit einem zweiten Kontaktabschnitt (4), ein Geh&use mit einem Widerlager (5) zum
Abstitzen einer der beiden Kontaktabschnitte (2, 4), und ein Mittel zur Erzeugung einer die Kontaktabschnitte (2, 4) gegeneinander zwingenden
Klemmkraft. Zur Verbesserung der Stromtragfahigkeit des Kontakts wird erfindungsgeman vorgeschlagen, dass der erste Kontaktabschnitt (2) und/
oder der zweite Kontaktabschnitt (4) und/oder das Widerlager (5) eine voneinander verschiedene Kontakiflache (A, B, C, D, E, F) aufweist, so dass
bei Auslibung der Klemmkraft zumindest einer der beiden Uibereinander angeordneten Kontaktabschnitte (2, 4) verformt und unter Ausbildung eines
elektrischen Kontakts an die Form des anderen Kontaktabschnitts (2, 4) angepasst wird.
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